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GENERAL POWER OF ATTORNEY

We The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza

Cinannati Ohio 45202 -

United States of America ORIGINAL ° !1[! IN THE

UNITED 5 s ¢ » ~EIVING OFFICE

hereby appoint

Reed T Dawvid 32 91

Guffey Timothy B 41 048

Hasse Donald E 29 387

Bolam Brian M 37 513

all of 5299 Spnng Grove Avenue Cinannatt Ohito 45217 as agents with full power of
substitution to act on our behalf before all competent international authonties In connection
with any and all international applications filed by us with either The United States Patent
and Trademark Office or the PCT International Bureau of WIPO as receiving office for
international applhcations filed under the Patent Cooperation Treaty and to make or receive

payments on our behalf
Signed in Hamilton County State of Chio US A the 3/M" day of August 2000

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

{-’; 5 Steven W Miller -

Assistant Secretary

STATE OF OHIO )
) ss

COUNTY OF HAMILTON )

On this ﬂﬂf' day of August 2000 personally appeared before me Steven W Miller to me
personally known who executed the foregoing Iinstument In my presence and
acknowledged the execution thereof as his free and voluntary act and deed for the uses and

purposes therein set forth and expressed
Ser - 24

Z Virginia C Byrd "
Notary Public State of Ohio
My Commission Expires October 2 2000

ganeralpower doc
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DISPOSITIVO DE APLICACION

CONTRAREFERENCIA

Esta solicitud reivindica prioridad bajo el Titulo 35, del Codigo de
los Estados Unidos 119(e) de la Solicitud Provisional Sernial No
60/255,045, registrada el 12 de diciembre de 2000

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Aun cuando muchos dispositivos de aplicacion para parches
adhesivos han sido descritos, varios problemas estan asociados con su
uso Ver, por ejemplo, las Patentes de los Estados Unidos No
4 913,138, 5,106,629, 5,397,297 5,511,689, 5,656,282, 5,685,833,
5891,078, 6,129,929, y la publicaciébn internacional numero WO
98/17216 EIl uso de muchos de estos dispositivos, por ejemplo en la
aplicacion de un parche adhesivo, resulta en que el parche se encrespa
o se adhiere a st mismo antes de fijarse a la superficie diana Otro
problema asociado con muchos dispositivos de aplicacién es que el
usuano esta obligado a tocar la superficie del parche durante la
aplicacion Esto es particularmente problematico cuando el parche
tiene el proposito de ser esteril o contiene una superficie adhesiva Tal
contacto contamina el parche o reduce la adhesividad del parche

Existen en la tecnica dispositivos de aplicacion de parches con
una sola mano que segun se informa mintmiza la ocurrencia de un
usuario que tiene que tocar la superficie del parche Sin embargo,
muchos de estos dispositivos tienen una lengueta sobre el elemento de
aplicacion que se sobrepone al elemento de liberacibn Un disefio de
este tipo hace dificl que el usuarno agarre la lengueta y hale el

1
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elemento de aplicacion lejos del elemento de liberacibn Aun otros
dispositivos de aplicacion de parches con una sola mano requier n que
el usuario agarre el elemento de aplicacion en un sitio, para liberar el
elemento de aplicacion del elemento de liberacion, y luego agarrar el
elemento de aplicacion en otro sitio para aplicar el parche a la
superficile diana Aun otros dispositivos tienen adhesivo colocado por
todo el elemento de aplicacidn y con lo cual diluyen los activos, tintes
etc del parche a dentro del adhesivo y reducenml parche
Aun otros dispositivos tienen un numero imitado de adhesivos que se
pueden utdizar y funcionar como un dispositivo de una sola mano Aun
otros dispositivos presentan estrechas tolerancias de fabricacion
durante el ensamblaje

Por las razones antes mencionadas, persiste la necesidad de un
dispositivo de aplicacion de parches que aplica un parche a una
superficie diana sin que el parche se encrespe sobre si mismo, sin que
el parche sea tocado innecesariamente por el usuario, que permita que
un usuario retire faciimente el elemento de liberacion del elemento de
aplicacidn que contiene el parche, que a su vez, aplique el parche a
una superficie diana y con lo cual retire el elemento de aplicacion con el
parche fijado a la superficie diana, sin que el usuario libere el elemento
de aplicacidn como 1o agarra ornginalmente con minima dilucion de un
-activo del parche que se difunde dentro del adhesivo colocado sobre el
elemento de aplicacion con un numero variado de adhesivos y
materiales funcionales, y con tolerancias de fabrnicacion aumentadas

RESUMEN DE LA INVENCION

La presente invencion provee un dispositivo de aplicacidn que

2
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comprende un substrato aplicador, un substrato de liberacion, y un
parche colocado entre ellos adecuado para aplicar a una superficie
diana E! substrato aplicador es substanciaimente plano y tiene una
lengueta que se extiende hacia fuera que se puede agarrar El
substrato aplicador tiene una superficie interior que tiene un medio
adhesivo que comprende un area adhesiva El parche es
substancialmente plano y tiene una pnmera y una segunda superficie
El area adhesiva del substrato aplicador se fija de manera desprendible
a la primera superficie del parche con lo cual comprende una primera
unién de desprendimiento con lo cual forma una combinacion substrato
aplicador / parche (de aqui en adelante “combinacion ) La
combinacién tiene una superficie superior La segunda superficie del
parche comprende un medio adhesivo El substrato de liberacion es
substancialmente plano, tiene unailengueta de agarrar que se extiende
hacia fuera, y tiene una superficie intenor La superficie intenor del
substrato de liberacibn estd fijada de manera desprendible a la
superficie superior de la combinacion con lo cual comprende una
segunda union de desprendimiento Adicionalmente, la lengleta del
substrato de liberacién fijado de manera desprendible estéa desplazada
lateralmente desde la combinacién La resistencia de la primera union
de desprendimiento es mayor que la resistencia de la segunda unién
de desprendimiento permitiendo de este modo que el usuario separe el
substrato de liberacién de la combinacion Al quitar el substrato de
liberacién y aplicar la superficie supenor de la combinacion a una
superficie diana, se forma una union adhesiva entre la segunda
superficie del parche y la superficie diana La resistencia de la unién

3
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adh siva es superior a la resistencia de la primera union de
desprendimiento con lo cual permite que el substrato aplicador sea
removido del parche despues de aplicar el parche a la superficie diana
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Aun cuando la especificacion concluye con rewvindicaciones que
sefialan particularmente y reivindican claramente la invencion, se cree
que la presente invencion sera mejor comprendida de la siguiente
descripcion que se toma junto con los dibujos anexos en que

La Figura 1 es una vista esquematica de una primera realizacion
del dispositivo de aplicacion fabricado segun la presente invencion,

La Figura 2 es una vista de plano superior de la primera
realizacion antes de la remocion del substrato de liberacion

La Figura 3 es una vista de plano superior de una segunda
realizacion de la invencion antes de la remocién del substrato de
liberacion,

La Figura 4 es una ilustraciobn esquematica de un proceso
adecuado para fabricar la pnmera realizaciéon de la invencion

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

Haciendo referencia ahora en detalle a realizaciones de la
invencion, €jemplos de estos se Ilustran en los dibujos anexos en
donde numeros iguales indican los mismos elementos por todas las
vistas y en donde elementos que tienen los mismos dos ultimos digitos
(eg, 20 y 120) o un sufijo alfabetico (e g, 22A y 22B) significan
elementos similares

Las Figuras 1y 2 illustran una primera realizacion de la invencion
La Figura 1 es una vista esquematica mientras la Figura 2 es una vista
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de plano superior Un dispositvo de aplicacidon laminar 20 de la
presente invencion comprende un substrato aplicador substancialmente
plano 32, un parche substancialmente plano 44 ntercalado, y un
substrato de liberacion substancial plano 24 El substrato aplicador 32
comprende una lengueta de agarrar 36 que se extiende hacia fuera
desde el mismo El substrato aplicador 32 tambien comprende una
superficie interior 48 La superficte interior 48 del substrato aplicador 32
comprende un medio adhesivo que se pega recubre forma, lamina, o
de otro modo que se aplica a la superficie Iinterior 48 del substrato
aplicador 32 para comprender un area adhesiva 40 El area adhesiva
40 que se muestra en las Figuras 1 y 2 se extiende 40% aproximada-
mente de la superficie interior 48 pero no se extiende a la lenglieta 36
del substrato aplicador 32 Prefenblemente el area adhesiva se
extende 1% a 95%, aproximadamente, mas preferiblemente 20% a
60%, aproximadamente

Aun haciendo referencia a tas Figuras 1 y 2, el dispositivo 20
adicionalmente comprende un parche substancialmente plano 44
intercalado entre el substrato aplicador 32 y substrato de liberacion 24
El parche 44 comprende una primera superficie 56 y una segunda
superficie 60 El area adhesiva 4C parcialmente subyace y se adhiere
de manera desprendible al parche 44 a la superficie interior 36 del
substrato aplicador 32 EIl area adhesiva 40 tambien se adhiere de
manera desprendible al substrato de lIberacibn 24 La prnimera
superficie 56 del parche 44 esta ﬁjadg de manera desprendible a la
superficie interor 48 del substrato aplicador 32 mediante el medio
adhesivo (que tiene un area adhesiva 40), con lo cual comprende una
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pnmera unién de desprendimiento, y con lo cual forma una
combinacion de substrato aplicador/parche 95 (de aqui en adelante
“combinacién’) Como se utiliza en la presente invencion, union de
desprendimiento significa una union que se forma entre dos
superficies que se adhieren entre sl como se mide mediante una fuerza
de union Como se utiliza en la presente invencion, “fuerza de union’
significa la cantidad de fuerza necesaria para separar las dos

superficies una de otra con lo cual se mide la fuerza de la union De

este modo en caso de que la resistencia de una primera unidn de
desprendimiento es superior a la resistencia de una segunda union de
desprendimiento, se requiere una fuerza de union superior para
separar las superficles que comprenden la primera unidbn en
comparacion a las superficies que comprenden la segunda union de
desprendimiento

Como se muestra en la Figura 2, el area adhesiva 40 que adhiere
la primera superficie 56 del parche 44 comprende un area de contacto
adhesivo que tiene un area de contacto del borde anterior 41 y un area
de contacto del borde posterior 42 Preferiblemente el parche fijado de
manera desprendible 44 no se sobrepone a la lengueta 36 del
substrato aplicador 32 La combinacién 95 comprende una superficie
superior (no se muestra)

Como se muestra en la Figura 1, la segunda superficie 60 del
parche 44 comprende un medio adhesivo (no se muestra) que tambien
s une recubre, forma, lamina, oide otro modo se aplica a la segunda
supetficie 60 del parche 44 El medio adhesivo de la segunda superficie
60 del parche 44 preferiblemente es continuo con la segunda superficie
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60 del parche 44 El medio adhesivo de la segunda superficie 60 del
parche 44 se expone sobre la superficie supernor de la combinacion 95
Aun cuando no se muestra en la Figura 1, cuando un usuario aplica la
superficie superior de la combinacion 95 a una superficie diana, el
medio adhesivo de la segunda superficie 60 del parche 44 fija el parche
44 a [a superficie diana con lo cual comprende una unién adhesiva La
resistencia de una union adhesiva se mide por una fuerza de union

Haciendo referencia a las Figuras 1(y ;‘2), el dispositivo 20 incluye
un substrato de liberacion 24 que comprende una lengueta de agarrar
28 que se extiende hacia fuera desde este El substrato de liberacion
24 comprende una superficie interior 68 que esta fijada de manera
desprendible a la superficie superior de la combinacion 95 con lo cual
comprende una segunda unién de desprendimiento El medio adhesivo
de la segunda superficie 60, el parche 44, o el medio adhesivo de ia
superficie interior 48 del substratc aplicador 32 o una combinacion de
éstos, adhiere de manera desprendible el substrato de liberacion 24 a
la combinacién 95 Prefenblemente cuando el substrato de liberacion
24 est4 fijado de manera desprendible a la combinacién 95, el parche
intercalado 44 estd encerrado entre el substrato aplicador 32 y el
substrato de liberacibn 24 con lo cual comprende un envase cerrado
para el parche 44

Haciendo referencia a las Figuras 1 y 2, cuando se ensambla
como un dispositivo 20, la lengueta que se extiende hacia fuera 28 del
substrato de liberacion 24 esta desplazadc%L lateralmente desde la
combinacién 95 para permitir que sea sujetado facimente por el
usuario Como se utiliza en la presente invencion, “desplazado
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lateralmente” significa que la lenglieta 28 del substrato de liberacton 24
fiado de manera desprendible esta por lo menos desplazado

————————n

lateralmente desde la combinacion 95 que Incluye la lengueta 36 del

substrato apllcador 32 En una realizacién, la lengueta 28 del substrato
de liberacion 24 esta totalmente desplazada lateralmenie desde la
combinacion 95 Como se muestra, las lenguetas de agarrar 36, 28 del
substrato de liberacion 24 y el substrato aplicador 32 estan
desplazad%s lateralmente uno de otro y no estan unidos entre si Las
lenguetas respectivas 36 28 estan dispuestas de modo que el usuario
puede agarrar las lenguetas respectivas 36 28 simultaneamente sin
tener que separarlas con los dedos Como se muestra, ambas
lengltietas 36, 28 estan libres para ser agarradas

Para facilitar el uso del dispositivo 20 las lenguetas 36, 28 del
substrato aplicador 32 y el substrato de liberacion 24 se pueden
identificar y diferenciar mediante una vanedad de medios Incluyendo
color, impresion, marcado, @_n@la forma/ tamafio de la lengueta,
transparencia/ opacidad de los materiales, o cualquier combinacion de
éstos El dispositivo 20 puede estar acompafiado por instrucciones que
detallan como el dispositivo 20 va a ser aplicado

Los Solicitantes han descubierto que un factor significativo en ia
determinacion de la resistencia de la primera unidbn de desprendimiento
es la configuracién del drea adhesiva 40 mas especificamente el ar a
de contacto adhesivo Haciendo referencla a las Figuras 1 y 2, el area
de contacto adhesivo tiene un area de contacto del borde anterior 41 y
un &rea de contacto del borde posterior 42 El parche 44, cuando se fija
de manera desprendible al substrato aplicador 32 formando de tal
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modo la combinacién 95, comprende un borde lateral circunferencial
45 Como se utiliza en la presente invencién agarrar el “borde lateral
circunferencial” significa el borde lateral del limite circundante mas
hacia fuera del parche 44 El borde lateral circunferencial 45 tiene un
borde anterior 46, un borde posteror 47, y un borde que no se fija 48
El borde anterior 46 esta proximo a la lengueta del substrato de
liberacion 28 cuando el substrato de liberacion 24 se fija de manera
desprendible a la combinacién 95 La lengueta 28 del substrato de
liberacion 24 dicta la direccion de desprendimiento del substrato de
liberacion 24 a medida que el usuario retira el substrato de liberacion
24 de la combinacibh 95 Como se utliza en la presente Iinvencion,
“direccién de desprendimiento” significa el recorndo tomado por una
lamina a medida que se desprende de otra lamina El borde anterior 46
del parche 44 de la combinacion 95 es la primera superficie expuesta
del parche 44 a medida que el usuario retira el substrato de liberacion
24 de la combinacion 95 El borde posterior 47 esta distante de la
lengueta 28 del substrato de liberacion 24 A medida que el usuario
continua quitando el substrato de liberacion 24 de la combinacion 95, el
borde posterior 47 es la ultima superficie expuesta del parche 44

El area de contacto del borde anterior 41 pega el borde anterior
del parche 46 a la superficie mtenor 48 del substrato aplicador 32
cuando el substrato de liberacion 24 se retira de la combinacion 95 De
este modo, el borde anterior del parche 46 es la parte del borde
circunferencial 45 del parche 44 que es pegado por el érea de contacto
adhesivo, y que se expone primero a medida que el usuario retira |
substrato de liberacion 24 de la combinacién 95 El borde anterior 46
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no requiere ser continuo con | area de contacto del borde anterior 41
(como se muestra en [a pnmera realizacién de la presente invencion)
Preferiblemente el borde anterior 46 comprende 1% a 45%
aproximadamente, mas prefenblemente 10% a 30%, aproximada-
mente, del borde lateral circunferencial total 45 del parche 44

Similarmente, el area de contacto del borde posterior 42 pega el
borde posterior 47 a la supefficie interior 48 del substrato aplicador 32
cuando el substrato de liberacion 24 se retira de la combinacion 95 El
borde anterior 47 no requiere ser continuo con el area de contacto del
borde posterior 42 (como se muestra en la primera realizacion de la
presente invencion) Prefenblemente, el borde posterior 47 comprende
preferiblemente 1% a 50%, aproximadamente, mas preferiblemente
10% a 35%, aproximadamente, del borde lateral circunferencial total 45
del parche 44 En la primera realizacion de la invencion, el borde
anterior 46 del parche es diagonal al borde posterior 47 del parche
Similarmente, en la primera realizacion de la invencion, el area de
contacto del borde antenior 41 es diagonal al area de contacto del
borde posterior 42

El borde que no se fija 48 es la parte del borde lateral
circunferencial 45 del parche 44 que es pegado por el area de contacto
adhesivo Preferiblemente el borde que no se fila comprende 5% A
455, aproximadamente, mas preferiblemente 40% a 80%, aproximada-
mente, del borde lateral circunferencial total 45 del parche 44

Al pegar el borde anterior 46 y el borde posterior 47, el area de
contacto adhesivo facilita que un parche 44 sea aplicado a una
superficie diana sin que el parche 44 se encrespe sobre st mismo y sin
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que el usuario toque Innecesariamente el parche 44 Preferiblemente el
area de contacto del borde anterior 46 comprende un 4rea de <_,1. cm? a
4000 cm?, mas prefenblemente Hi’cmz a 2 cm? Preferiblemente el area
de contacto del borde posterior 42 comprende un area de 1 cm? a 4500
cm® mas prefenblemente .4 cm? a 2 5 cm?

La Figura 3 es una vista de plano superior de la combinacion 195
de una segunda realizacion de la invencidn despues de quitar el
substrato de liberacion (no se muestra en la Figura 3) La combinacion
195 comprende un parche 144 fijado de manera desprendible a un
substrato aplicador 132, en donde el substrato aplicador 132
comprende una lengueta que se puede agarrar 136 que se extiende
hacia fuera desde el mismo El substrato aplicador 132 comprende un
medio adhesivo que esta unido al substrato aplicador para comprender
un area adhesiva 140 El parche esta fijado de manera desprendible al
area adhesiva 140 del substrato aplicador 132 El area adhesiva 140
que adhiere el parche 144 comprende un area de contacto adhesivo
que tiene un area de contacto del borde anterior 141 y un area de
contacto del borde posterior 142 que cada uno tiene una configuracion
curvilinea en “forma de concha” El parche 144, a su vez, comprende
un borde lateral circunferencial 145 que tiene un borde antenor 146, un
borde posterior 147, y un borde que no se fija 148 Aun cuando no s
muestra en la Figura 3, el borde anterior 146 esta proximo a la lengueta
del substrato de liberacion cuando el substrato de liberacion se fija de
manera desprendible a la combinacion 195

Hactendo referencia a la Figura 1, la resistencia de la pnmera

union de desprendimiento es superior a la resistencia de la segunda
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union de desprendimiento de modo que cuando el usuario retira el
substrato de liberacion 24 de la combinaciébn 95, el parche 44
permanece fijlado de manera desprendible al substrato aplicador 32
Adicionalmente [a resistencia de la union adhesiva es supenior a ia
resistencia de ia pnmera union de desprendimiento de modo que
cuando el usuano aplica la superficie superior de la combinacién 95 a
la superficie diana, el parche 44 se fija a la superficie diana y se libera
de la combinacion 95 Para este objetivo la presente invencion provee
relaciones de resistencia de unibn mejoradas entre las tres uniones con
lo cual mejora el funcionamiento del dispositivo, provee una mayor
vanedad de tipos de adhesivos capaces de funcionar, provee una
mayor gama de tamafios de parches capaces de funcionar, provee
mayor tolerancia a modificaciones de disefio y requiere menor
cantidad de adhesivo total a ser utiizado A su vez, la utiizacion de
menor cantidad de adhesivo provee ahorros en costos de fabricacion,
reduciendo la cantidad de activo que es capaz de diluirse del parche 44
al adhesivo de la superficie interior 48 del substrato aplicador 32, y
reduciendo la cantidad de activo extraible del adhesivo de la superficie
interior 48 del parche 44

Haciendo referencia a las Figuras 1 y 2, los Solicitantes también
han descubierto que en caso de que el area de contacto del borde
antenor 41 y el area de contacto del borde posterior 42 estén
configurados de manera sinusoidal como se rustra por la pnmera
realizacion de la invencién, se exhiben mayores tolerancias por
vanaciones de fabrnicacion Como se utiliza en la presente invencién,
“variaciones de fabricacion” significa aquellas variaciones que ocurren
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durante los muchos pasos de produccion masiva del dispositivo de la
presente invencion tal como, pero no se limita a la colocacién del
parche 44 sobre el area adhesiva 40 Por ejemplo, con muchas
configuraciones de area adhesiva 40 el parche 44 se debe aplicar con
precision al area adhesiva 40 durante la fabncacion Medante la
configuracion del area de contacto del borde anterior 41 y el area de
contacto de! borde posterior 42 de manera sinusoidal, los Solicitantes
han observado que el parche 44 se puede aplicar al substrato aplicador
42 durante el proceso de fabricacion con mayores tolerancias Por
ejemplo, los Solicitantes han observado una realizacion del dispositivo
que representa un area de colocacion del parche de 122% en
comparacion con el area del parche Mas especificamente, en la
realizacion que se describe la superficie interior del substrato interior,
que no Incluyendo el area de la lengleta, es 32,5 cm’, la pnmera
superficie del parche es 18 cm? de area, y un area de colocacion del
parche de 22 cm?

Haciendo referencia a la Figura 2, la configuracion sinusoidal del
drea de contacto adhesivo puede tener muchas curvas
Adicionalmente, estas curvas no tienen que ser simetricas una con
otra

Haciendo referencia aun a la Figura 2 los Solicitantes han
observado que la fuerza de desprendimiento teérica (Newtons) de la
pnmera union de desprendimiento se puede predecir multiplicando la
anchura de contacto maximo (cm) por un coeficiente de fuerza de
desprendimiento adhesiva aceptada por la técnica de un adhesivo
(Newton / cm) Como se utiliza en la presente invencidn “anchura de
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contacto maximo’ significa la mayor dimension lineal perpendicular a la
direccion de desprendimiento dentro del &rea de contacto del borde
anterior 41 o el area de contacto del borde posterior 42 La fuerza de
desprendimiento efectiva se puede medir mediante un probador de
compresion/ traccion (Instron), o un probador de friccion/
desprendimiento (Thwing Albert)

La Figura 4 es una Ilustracion esquematica para un proceso
adecuado para fabricar los dispositivos de aplicacién de la presente
invencion El grafico de flujo de transformacion representa de manera
general dos caminos que convergen que se combinan para formar el
producto del dispositvo de aplicacion final El fabncante primero
combina matenales continuos que se sobreponen de un materal
continuo de substrato de liberactén y un material continuo de parche en
un rollo de matenal continuo (sin imitaciéon, el fabncante es Watson

Laboratories Inc, Salt Lake City, UT) El fabricante tambien primero
combina material continuos que se superpuestos de un matenal

continuo de mcado, un material continuo adhesivo que ha
sido cortado en la configuracion deseada, y un forro de liberacion de
matenal continuo adhesivo en un rollo de materia prima (sin imitacion,
el fabncante es Marion, Inc, Indianapolis, IN) El pnmer camino del
grafico de flujo de transformacién comienza con desenrollar la materia
pnma de matenal continuo de substrato de liberacion y matenal
contnuo de parche 74 El proceso de desenrollar consiste en la
conversidn de estas materias pnmas que estan en rollos en hojas
planas continuas El segundo camino del grafico de flujo de

transformacion comienza con desenrollar [a materia prma de materal
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continuo de substrato aplicador, material continuo adhesivo, y forro de
iberacion del material continuo adhesivo 74 Al igual que el pnmer
camino, el proceso de desenrollar del segundo camino consiste en la
conversion de estas materias pnmas que estan en rollos, en hojas
continuas mientras el forro de Ilbgggén del matenal continuo adhesivo
se retira y desenvuelve 82 ﬁegresando al primer camino, el material
continuo de substrato de liberacion y"{naterlal continuo de parche
combinados se cortan golpeando ligeramente 78, T;t: se corta la
pelicula de parche sin cortar el matenal continuo de forro de liberacion
De manera concomitante Ef)elicula de parche de descarte se elimina
para rebobinar 80 En los proximos pasos de tanto el pnmer camino
como el segundo camino, las lenguetas del matenal continuo de
substrato de liberacién y matenal continuo de substrato de aplicacion
respectivos se cortan a troquel para rajar las porciones de lengueta de
los materiales continuos respectivos 84, 86 sin eliminar o desalojar
matenal alguno El primer y segundo camino convergen en un paso de
combinacion 88 en donde el matenal continuo de substrato aphcador y
matenial continuo de substrato de liberacion se combinan de manera
que corresponden exactamente El paso final de cortar a troquel
subsiguiente 90 corta a troquel los materiales continuos combinados a
la forma terminada deseada y apropiadamente separa los dispositivos
de aplicacién terminados a medida que se desplazan a lo largo del
dispositivo transportador El paso final de cortar a troquel también
elimina matenal de desecho Para este objetivo, un paso final de
rebobinar 92 rebobina este matenal de desecho En cuando los
dispositivos de aplicacion final, un sistema de separar 94 acepta los
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dispositivos de aplicacion individuales entrantes fuera del dispositivo
transportador y los coloca en una unidad de recoleccidbn donde se
empaca el producto terminado 96 No se muestra un paso opcional de
empacar, pero se puede incluir segun los deseos del fabricante

El dispositivo de la presente invencion minimiza la confusion del
usuario y facilita el uso Muchos otros dispositivos requieren que el
usuario agarre el elemento de aplicacion en un sitio para liberar el
elemento de aplicacion del elemento de hiberacién, y luego agarrar el
elemento de aplicacion en otro sitio para aplicar el parche a la
superficie diana Por contraste, y haciendo referencia a las Figuras 1y
2, un usuario de la presente invencion agarra la lenglieta 36 del
substrato aplicador 32 y retiene su agarre sobre la lengueta 36 durante
todo el proceso de utilizacion del dispositivo 20 para suministrar un
parche 44 a la superficie diana En una realizacion, el usuarno retiene el
agarre sobre tanto la lengueta 36 del substrato aplicador 32 como la
lengueta 28 del substrato de liberacion 34 durante todo el proceso de
utiizacion del dispositivo 20 para suministrar el parche 44 a la
superficie diana En ofra realizacion, el usuario retiene el agarre sobre
la lengueta 36 del substrato aplicador 32 durante todo el proceso de
utiizacién del dispositivo 20 y presiona sobre el lado exterior de la
combinacion (no se muestra) con la otra mano después de aplicar la
combinacién 95 a la superficie diana y antes de retirar el substrato
aplicador 32, con lo cual fija el parche 44 a la superficie diana

Otros factores que afectan la resistencia de la union, y por
consiguiente la fuerza de unidn, incluyen, pero no se limitan a la
cantidad y tipo de adhesivo, los tipos de materiales que se utilizan y la
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flexibiidad de estos, el tamafio y espesor de cada laminado, y la
cantidad de fuerza que se utiliza para combinar los laminados cuando
se fabrica el dispositivo

Los adhesivos adecuados para utilizar como cualquier medio
adhesivo se consideran en el sentido mas amplio Ejemplo no
Imitativos de adhesivos Incluyen cierres de gancho y presilla,
adhesivos de resina, latex, adhesivos fundidos en caliente, adhesivos
termoplasticos, acrilicos, acetatos de winillo cauchos naturales y
sintéticos, gomas naturales y sinteticas polisiloxanos, poliacrilatos
copolimeros de efileno/acetatc de vinilo, polivinilpirrolidonas,
copolimeros de vinilpirrolidona y particularmente pirrolidona de vinilo/
acetatos de vinillo copolimeros de bloques de estireno, polisacaridos
naturales o sintéticos, matenales celulosicos, y mezclas de estos

En una realizacion, el medio adhesivo es un adhesivo de baja
pegajosidad que estd unido a la prmera superficie del substrato
aplicador de modo que cuando se retra el parche del subsirato
aplicador, substancialmente todo el pnmer medio adhesivo permanece
sobre el substrato aplicador Ejemplos no imitativos de adhesivos de
baja pegajosidad incluyen el adhesivo National Starch Acrylic #9296

En otra realizacion, el medio adhesivo es una cinta adhesiva de
alta pegajosidad/baja pegajosidad incluyen aquellos de 3M
comercializado bajo la descripcion de producto “9415" y “9416 " En
aun otra realizacion, el medio adhesivo es una cinta adhesiva de alta
pegajosidad/mediana pegajosidad de doble lado en donde el lado de
alta pegajosidad esta umido a la superficie interor del substrato
aplicador Un ejemplo no hmitativo de una cinta adhesivo de alta
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pegajosidad/mediana pegajosidad de doble lado incluye uno disponible
de 3M bajo la descripciéon de producto 9425 " En aun otra realizacion,
el medio adhesivo es un adhesivo acrilico de baja pegajosidad que esta
unido a la segunda superficie del parche

Materiales adecuados para utlizar como el substrato aplicador,
parche, y substrato de liberacién se consideran en su sentido mas
amplio Ejemplos no hmitativos incluyen polietileno poliester,
polipropileno, poliuretano, poliolefina, alcohol polivinilico, cloruro de
polivinilo, poliviniideno, pollamida resinas de acetato de vinilo
copolimeros de etileno/acetato de vinilo, copolimeros de etileno/
etilacnlato peliculas u hojas de éstos depositados por vapor de metal,
hojas o pelicula de caucho, hojas o peliculas de resina sinteticas
expandidas, telas no tejdas, telas, telas tejdas de punto, laminas
delgadas y papeles Estos matenales se pueden utilizar singularmente
o n combinacidn como laminados o como coextrusiones, para formar
el substrato aplicador, parche, y substrato de liberacion El forro de
liberacion también puede estar recubierfo con un matenal de
recubrnmiento tales como siicona, TEFLON™, o matenales

termoplasticos tales como poliester, resina de polivinilo, polietileno o
acetato de celulosa, mediante cualquier medio convencional Como
ejemplo solamente diferentes matenales, métodos de produccién, y
especificaciones se describen en Hanlon, Joseph F, Handbook of
Package Engineenng, Technomic Publishing Co (1992), que se
Incorpora en la presente invencién como referencia

En una realizacién, el substrato aplicador es una pelicula de
poliéster En otra realizacion el parche es pelicula de polietileno En
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aun otra realizacion, el substrato de liberacion es poliéster siliconizado
La flexibibdad afecta la union de desprendimiento EIl tipo de
material y el espesor de este, a su vez, determina la flexibilidad
Preferiblemente el substrato aplicador tiene un espesor de ’,rqqggm a
,1cm, mas preferiblemente ,005cm a ,02cm  Preferiblemente, el parche

\-——.,._-_/__—"'__

tiene un espesor de ,002cm a ,05cm, mas preferiblemente ,005¢cm a
T o S
,013cm Preferiblemente el substrato de liberacion tiene un espesor de

——

,002cm a ,1cm, mas preferiblemente ,005cm a ,013cm Prefenblemente
— —

-
el substrato de liberaci6n tiene un espesor de ,002cm a ,1cm, mas
e —

preferiblemente ,005cm a ,13cm En una realizacion, el substrato de
liberacién es ma:?lleble que el substrato de aplicacion La flexibiidad
se puede medir mediante un probador de compresion/traccion (Instron)

Se puede varnar el tamafio de cada laminado del dispositivo
Prefenblemente el substrato aplicador tiene un area de 1cm? a
5000cm?, mas preferiblemente 25cm? a 40cm? Preferblemente el area
adhesiva tiene un area de \_S/cmz a.4800cm?, mas preferiblemente 5cm?
a20cm’® Preferiblemente el parche tiene un area de_5 cm?” a 4800cm’,
més preferiblemente 5cm? a 28¢cm? Preferiblemente el substrato de
iberacion tiene un area de 1cm? a 5000cm?, mas preferiblemente
25cm? a 40cm?

La cantidad de fuerza que se utiliza para combinar los laminados
cuando se fabrnca el presente dispositivo 20 afecta la fuerza de
desprendimiento Preferiblemente la fuerza de combinacion es de 1
KPa) a 175(KPa/aproximadamente, mas preferiblemente 5 K;z?a 40

3¢

b

aproximadamente kelin o al

El parche de la presente invencion se puede aplicar a una
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superficie diana por muchos propositos Por ejemplo, un parche que
comprende latex se puede aplicar a una pinchadura para reparar un
neumatico pinchado Ei parche sellana el pinchazo y evitaria que el aire
se escape Un parche esteril que comprende gasa se puede aplicar a
una henda de la piel para detener el sangrado o para promover la
curacion Una cinta de 1 o 2 lados se puede aplicar a una superficie
que utiiza el substrato de aplicacton Un parche de un area
considerable que contiene graficos, iImpresos o transparente se puede
aplicar como “papel de anaque! utiizando el substrato de aplicacion
Un parche que comprende peroxido se puede aplicar a los dientes
como una tira blanqueadora Algunos otros ejemplos Incluyen aplicar
un parche a una superficie diana que requiere reforzamiento
proteccion de abrasiones, relleno protector, 0 absorbente acolchado

En otro ejemplo, el parche se aplica a la piel para propésitos
cosmeticos o0 medicinales En un ejemplo de este tipo, el parche
comprende un ingrediente cosmetico o medicinal liberable Tales
Ingredientes, que de aquil en adelante se mencionan como ‘activos

pueden ser solubles en agua, solubles en aceite, o solubles tanto en
agua como en aceite Se incluyen entre tales ingredientes los agentes
antimicrobianos, rubefacientes, analgésicos, hormonas, agentes
antiseborreicos, agentes antipsoriasis, agentes queratoliticos, Yy
similares Tales activos se pueden seleccionar de una gran variedad de
tales materiales que se conocen que son utiles cuando se fijan
topicamente Se puede hacer referencia a United States Pharmacopela
para una lista de tales activos Se contempla una cantidad segura y
eficaz Una “cantidad segura y eficaz” de activo es una cantidad que es
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eficaz como un Ingrediente cosmetico o medicinal sin efectos
secundanos adversos indebidos (tales como toxicidad, irrtacion, o
respuesta alergica), en una relacion razonable de beneficlo/nesgo
cuando se utiliza en la manera de esta invencion

Cuando el parche tiene el proposito de suministrar un activo tal
como una droga, el parche tambien puede contener agentes que se
conocen que aceleran el suministro de una droga a través de la piel o
mucosa Estos agentes se mencionan C€Omo potenciadores de
penetracion de la piel, acelerantes, adyuvantes, y promotores de la
(SOFCI/('JB, y se mencionan en la presente invencion colectivamente como
“potenciadores”

Ademas de potenciadores, tambien se pueden Incorporar
distintos aditvos y excipientes farmacéuticamente aceptables
disponibles a aquellas personas con experiéncia en la técnica Estos
aditivos incluyen agentes de pegajosidad tales como hidrocarburos
alifaticos y arométicos, aglutinantes tal como una lecitina, agentes
reoldgicos tal como M‘ asi como tambien diluentes,
estabilizantes, carga, arcillas, agentes de amortiguamiento de pH,
biocidas humectantes anturritantes, antioxidantes, preservativos,
colorantes, y similares

EJEMPLO 1

Un dispositivo de aplicacion de la presente invencion, como se
lustra en las Figuras 1 y 2 se fabnca mediante la combinacion de
laminados de la siguiente manera

Primero, un substrato aplicador se corta a troquel de una hoja de
pelicula de poliéster adquinda de Marion, Inc, bajo la descripcion de
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producto “Type-D Mylar' de un espesor de 0,127 mm El substrato
aplicador tiene una anchura fotal de 6cm y una longitud de 6,5cm
(incluyendo la lengueta) y tiene un area total de 33cm? en donde la
lenglieta tiene un area de 3cm®

Segundo, el medio adhesivo de la superficie interior del substrato
aplicador es una cinta de doble lado de alta pegajosidad/baja
pegajosidad adquinda de 3M Converter Markets, bajo la descripcion de
producto “9596" con el lado de alta pegajosidad unido a la superficie
interior de! substrato aplicador El area adhesiva posteriormente se
corta golpeando ligeramente de modo que el area de contacto del
borde anterior y el area de contacto del borde posterior tienen una
configuracion sinusoidal como se Ilustra en la Figura 2 El area
adhesiva es 13cm® El area de contacto del borde anterior eg_,_'{gmz y el
&rea de contacto del borde posterior e§_,_8_/cm12

Tercero, el parche se corta a troquel de una hoja de pelicula de
polietileno adquinda de 3M bajo laidescnipcion de producto #9720 de
0,008cm de espesor Sin embargo, antes de cortar a troquel, el medio
adhesivo de la segunda superficie del parche se recubre sobre la hoja
El medio adhesivo es un adhesivo acrlico adquindo de National Starch
& Adhesives bajo la descripcion de producto “Dura-Tak 87-2888" de
modo que el adhesivo es continuo con la hoja El parche se corta a
troquel de la hoja con el adhesivo acrilico recubierto de modo que el
parche tiene una forma ovalada con una anchura de 3,5cm y una
longitud de 5 cm con un &rea totahde 14cm? El parche se coloca sobre
el area adhesiva de modo que el borde anterior es 20%, el borde
posterior es 21%, y el borde que no se fija es 59% del borde lateral
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circunferencial

Finalmente, un substrato de liberacion se corta a troquel de una
hoja de poliester siliconizado adquindo de Loparex bajo ia descripcion
de producto como 3mil CL PET EXP 1000 EXP=X6AA12HZ De un
espesor de 0,008cm El substrato de liberacion tiene una anchura total
de 6cm y una longitud de 6 5cm (incluyendo la lengueta) y tiene un
area total de 33cm? en donde la lengueta fiene un area de 3cm’®

Los laminados del dispositivo se combinan con una fuerza de 7
KPa a una velocidad de fabricacion de 12 parches/minuto
wLa fuerza de desprendimiento de la primera union de
desprendimiento es:_L(lS_gN, la fuerza de desprendimiento de la segunda
union de desprendimento es @y la fuerza de desprendimiento
de la union adhesiva es 0,88N

El parche del tipo antes mencionado se puede utlizar para

suministrar hormonas como parte de una terapia hormonal a un

paciente femenino humano que requiere de este vaa  mujer

s

EJEMPLO 2

Un kit para aplicar un parche hormonal segun la presente
Invencion se empaca en un envase de una sola fuente, de la siguiente
manera

Kit

Un dispositivo de aplicacion segun el Ejemplo 1

Una cantdad segura y eficaz que comprende 142 mg de
testosterona se recubre sobre el parche mediante medios
convencionales

Instrucciones para el uso
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Un usuarno que requiere de un parche hormonal, segun las
instrucciones del kit aplica el parche que comprende testosterona
utilizando el dispositivo de aplicacion

Aun cuando realizaciones de la presente invencion han sido
llustrados y descritos, sera claro para aquellas personas con
experiencia en la técnica que distintos cambios y modificaciones se
pueden realizar sin alejarse del espintu y alcance de la invencion, y es
el proposito cubnr en las rewvindicaciones anexos todas aquellas

modificaciones que estan dentro del alcance de la invencion
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REIVINDICACIONES

Un dispositivo de aplicacion laminar para aplicar un parche
Intercalado a una superficie diana, que comprende

un substrato aplicador substancialmente plano que comprende
una lengueta de agarrar que se extiende hacia fuera desde este
en donde el substrato aplicador comprende una superficie interior,
el parche substancialmente plano comprende una primera
superficle y una segunda superficie, y un substrato de liberacion
substancialmente plano que comprende una lenglteta de agarrar
que se extiende hacia fuera de éste, en donde el substrato de
liberacidbn comprende una superficie interior

en donde la superficie interior del substrato aplicador comprende
un medio adhesivo,

en donde la segunda superficie del parche comprende un medio
adhesivo

en donde el medio adhesivo de la superficie interior del substrato

aplicador fija de manera desprendible la._prnmera_superficie del

parche a la superficie interior del parche con lo cual comprende
. v_,—-—_——v\/

una pnmera union de desprendimiento y con lo cual forma una

combinacion substrato aplicador/parche que comprende una
superficie interior,
en donde el substrato de liberacibn se fijja de manera

. /“ )
desprendible a la superflme\sw de la combinacion con lo cual

comprende una segunda unién de desprendimiento y en donde la
— o ——— e

lengueta del substrato de liberacion esta desplazada lateralmente
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desde la combinacién

en donde la resistencia de la pnmera union de desprendimiento
es superior a la resistencia de la segunda union de
desprendimiento, y

en donde la resistencia de una union adhesiva entre el medio
adhesivo de la segunda superficie del parche y una superficie
diana es superior a la resistencia de la primera union de
desprendimiento

Un dispositivo segun la Rewvindicacion 1 en donde el medio
adhesivo de la superficie intenior del substrato aplicador
adicionalmente comprende un area adhesiva que comprende un
area de contacto adhesivo

en donde el area de contacto adhesivo comprende un area de
contacto del borde anterior

en donde el parche comprende un borde lateral circunferencial en
donde el borde lateral circunferencial comprende un borde
anterior, y un borde que no se fina,

en donde el borde anterior esta préximo a la lengueta del
substrato de liberacion fijado de manera desprendible, y

en donde el area de contacto del borde antenor pega el borde
anterior a la superficie interior del substrato aplicador

Un dispositivo segun la Reivindicacion 2, en donde el area de
contacto adhesivo adicionalmente comprende un area de contacto
del borde posterior,

en donde el borde lateral circunferencial adicionalmente
comprende un borde posterior,

26
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en donde el borde posterior esta distante de la lengueta del
substrato de liberacion fijado de manera desprendible,

en donde el area de contacto del borde posterior pega e! borde
posterior de la superficie interior del substrato aplicador

Un dispositivo de ap‘hcamfm laminar para aplicar un parche
intercalado a una superficie diana, que comprende

un substrato aplicador substancialmente plano que comprende un
medio de agarrar en donde el substrato aplicador comprende una
superficie interior, el parche substancialmente plano comprende
una primera superficie y una segunda superficie y un substrato de
iberacién substancialmente plano que comprende un medio de
agarrar, en donde el substrato de liberacion comprende una
superficie interior,

en donde la superficie interior del substrato aplicador comprende
un medio adhesivo,

en donde la segunda superficie del parche comprende un medio
adhesivo,

en donde el medio adhesivo de la superficie interior del substrato
aplicador se fija de manera desprendible a la pnmera superficie
del parche con lo cual comprende una pnmera union de
desprendimiento y con lo cual forma una combinacién substrato
aplicador/parche que comprende una superficie interior,

en donde el substrato de liberaciébn se fija de manera
desprendible a la superficie interior de la combinacion con lo cual
comprende una segunda uniébn de desprendimiento

en donde el medio adhesivo de la superficie interior del substrato
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aplicador comprende un area adhesiva que comprende un area
de contacto adhesivo,

en donde el area de contacto adhesivo tiene un area de contacto
del borde anterior y un area de contacto del borde postenor,

en donde el parche comprende un borde lateral circunferencial en
donde el borde lateral circunterencial tiene un borde anterior y un
borde posterior y un borde que no se fija,

en donde el borde antenor esta proximo al medio de agarrar del
substrato de liberacién fijado de manera desprendible,

en donde el borde posterior esta distante al medio de agarrar del
substrato de liberacion fiado de manera desprendible,

en donde el area de contacto del borde anterior pega el borde
antenor a la superficie intenor del substrato aplicador,

en donde el area de contacto del borde posterior pega el borde
posterior a la superficie intenor del substrato aplicador, y

en donde la resistencia de la pnmera union de desprendimiento
es superior a la resistencia de la segunda union de
desprendimiento

Un dispositivo segun la Reivindicacion 4 en donde la resistencia
de una uniébn adhesiva entre el medio adhesivo de la segunda
superficie del parche y una superficte diana es superior a la
resistencia de la primera unidn de desprendimiento

Un dispositivo segun la Reivindicacion 5 en donde el medio de
agarrar del substrato aphlcador y el substrato de liberacion son
lengletas que se extienden hacia fuera y en donde la lengleta del
substrato de liberacién esta desplazada lateralmente desde la
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10

11

12

combinacion
Un dispositivo segun la Rewvindicacion 6, en donde por lo menos
el area de contacto del borde anterior o el area de contacto del
borde posterior tiene una configuracién sinusoidal
Un dispositivo segun la Reivindicacion 7, en donde el area
adhesiva rodea el parche
Un dispositivo segun la Rewvindicacion 8, en donde el parche
adicionalmente comprende un activo
Un dispositivo segun la Reivindicacion 9, en donde el activo es
una droga
Un dispositivo segun la Reivindicacion 10 en donde la lengueta
del substrato de liberacion esta totalmente desplazada
lateralmente desde la combinacion
Un kit que contiene un dispositivo de aphcacién que comprende
(a) un disposttivo de aplicacion segun la Reivindicacion 6,
(b) nstrucciones para su uso asociadas con este,
(¢) un empaque que contiene los componentes (a) y (b)
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DISPOSITIVO DE APLICACION

RESUMEN DE LA INVENCION

Dispositivos de aplicacion que comprenden un substrato
aplicador, un parche intercalado, y un substrato de lberacion EI
substrato de aplicacton y el substrato de liberacion tienen lenguetas de
agarrar permitiendo que el usuario agarre la lengueta del substrato
aplicador, agarre la lengueta sobre el substrato de liberacion, y aplique
el parche a una superficie diana sin liberar las lenguetas como se

agarran originaimente
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